GAP PAD®
Tepelné vodivé podlozky

GAP-PAD VO ( BERGQUIST )
Gap Pad VO vodiva podlozka

e Tepelna vodivost 0,8 - 40 W/mK
« Elektricky nevodivy

e Tloustky 0,5 - 6,5 mm

« Dlouhodobé flexibilni

« \VVyhodné pro opravy
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POPIS PRODUKTU

Gap Pad® - tepelné vodiva, elektricky nevodiva flexibilni podioZka se pouZiva véude tam, kde potiebujete vyplnit prostor a odvadét teplo. Diky své flexibilité a
tloustce Ize tfeba umistit mezi tiStény spoj a chladi¢, material se pfizpGsobi nerovnostem povrchu (SMD souéastky, vyvody, vodi¢e ap.) a u€inné odvadi
teplo z celého povrchu tisténého spoje. Gap Pad zlistava dlouhodobé flexibilni a eliminuje tepelnou roztaZznost okolnich soucéasti. Pracovni teplota je od -
60°C do 200°C

Na rozdil od zalévacich hmot nemusite feSit "uzavreni prostoru" a dobu vytvrzeni materialu, je daleko jednodussi pfipadna oprava zafizeni a diky
moznosti selektivniho pouZiti mizete sniZit hmotnost zafizeni.

Tepelné vodivé podlozky dodavame v riznych tloustkach, tvrdostech, s riiznou tepelnou vodivosti a v riznych formatech dle poZzadavku zakaznika.

Priklady pouziti:

Eliminace vysky rdznych 10 pro jeden chladi¢ / pouzdro
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Chlazeni celého tisténého spoje



Globalni chlazeni 1O

Material jsme schopni dodat v nékolika podobach dle potfeby zakaznika

V dolni tabulce jsou uvedené nejpouzivanéjsi typy
Materiél Ize objednat v rlznych tloustkach az do 6,5 mm

Material jsme schopni dodat v nékolika podobach dle potfeby zakaznika

Standardizované archy 8" x 16" (20,32 x 40,64 cm)

Standardizované ¢i zakaznické vyseky

Nékteré materialy v rolich (na poptavku)
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